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Military electronic equipment is often subjected to harsh operational environments characterized by mechanical shocks,

vibrations, and rapid temperature fluctuations. Therefore, reliably protecting internal components is crucial. To ensure

system reliability, potting materials must provide both mechanical cushioning and environmental stability. While

polydimethylsiloxane (PDMS) is a promising option due to its excellent flexibility, chemical stability, and environmental

resistance, its low thermal conductivity limits its effectiveness in thermal management. In this study, we aimed to address

these limitations by fabricating aluminum nitride (AlN)/PDMS composite potting materials. We evaluated their thermal and

mechanical properties based on varying filler loadings. PDMS specimens with different AlN contents (0, 5, 10, and 20 wt%)

were prepared, followed by systematic compressive tests and thermal conductivity measurements. The results indicated that

both compressive strength and thermal conductivity improved consistently with increased AlN filler loading, achieving up to

a 46.7% enhancement in thermal conductivity while reasonably maintaining the inherent elasticity of the elastomer. These

findings suggest that AlN/PDMS composites can effectively serve as protective materials that meet the thermal

management and mechanical cushioning requirements of defense electronics, providing a foundational guideline for

designing military-grade potting materials.
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1. 서론

군용 전자장비는 육상, 해상 및 항공 플랫폼 등 다양한 환경

에서 장기간 사용되며, 민수용 전자장비보다 더욱 가혹한 충격,

진동 및 온도 변화에 반복적으로 노출된다[1]. 이러한 환경은 장

비 내부에 기계적 응력과 열적 부하를 유발하여 전자부품의 균

열, 접합부 손상, 절연 성능 저하 및 국부적 온도 상승과 같은

문제로 이어질 수 있다.

따라서 군용 전자장비의 안정적인 운용을 위해서는 외부 환경

조건으로부터 내부 부품을 보호하는 동시에 전자부품에서 발생

하는 열을 효과적으로 분산시킬 수 있는 포팅 소재의 개발이 중

요하다. Fig. 1에서 나타낸 바와 같이 포팅재는 전자부품 주변

을 충진하여 외부 충격과 진동을 완화하고, 수분 및 이물질의

침투를 억제하며, 전기적 절연성을 제공하는 부품 보호용 소재

이다[2]. 최근 전자 부품의 고집적화가 이루어지며 출력이 증가

함에 따라 포팅재에는 외부 하중에 대한 구조적 변형 저항성뿐

아니라 우수한 방열 성능을 동시에 충족하는 다기능성이 요구

되고 있다[3,4].
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전자장비의 포팅에 사용되는 다양한 재료들의 특성을 Table1

에 요약하였다. 에폭시 수지는 인장 강도에 비해 높은 압축 강

도를 나타내며[5] 우수한 접착력[6]을 바탕으로 우수한 구조적

지지력을 제공하지만, 낮은 파단 연신율과 높은 취성을 갖는다[7].

이로 인해 열충격 상황이나 지속적인 진동 환경 노출 시 내부

응력 집중으로 인한 크랙 발생 및 신뢰성 저하의 위험이 크다.

폴리우레탄의 경우 비교적 낮은 탄성계수와 우수한 변형 회복

력을 바탕으로 뛰어난 탄성을 나타내지만[8], 에스테르/우레탄

구조를 갖는 폴리머는 고온 환경에서의 열분해와 수분에 의한

가수분해 반응이 일어날 수 있으므로 습열 조건에서의 신뢰성

에 대한 세심한 고려가 필요하다[9,10].

반면 본 연구에서 사용된 실리콘계 고분자인 Polydimethylsiloxane

(PDMS)은 실록산 결합 고유의 높은 결합 에너지를 바탕으로,

고온 환경에서도 우수한 열적 안정성을 유지한다[11]. 특히 낮

은 탄성계수에 기반한 높은 연신율로 인해 탄성 변형 구간이 넓

어 응력이 제거될 경우 변형 회복률이 매우 우수하다[12]. 이러

한 역학적 특성은 외부 정적 하중이나 전자 부품 간 열팽창계수

불일치로 발생하는 열응력을 효과적으로 분산할 수 있는 장점

이 있다. 이에 따라 PDMS는 가혹한 환경에 사용되는 군용 전

자장비 포팅재로 활용하기에 적용하기에 우수한 조건을 갖추고

있다. 

또한 PDMS는 다양한 무기질 재료와의 혼합이 쉽기때문에

기계적 특성과 열전도 특성을 조절할 수 있어 방열 소재 분야에

서 활발히 연구되고 있다. 그러나 PDMS는 자체 열전도율이 약

0.15–0.2 W/(m∙K) 수준으로 매우 낮아[13], 단독 사용 시 높은

발열량을 가진 장비에 적용이 힘들다. 이에 따라 Boron Nitride

(BN) [14,15], Aluminum Oxide (Al2O3) [16], Aluminum Nitride

(AlN) [17]와 같은 재료를 보강재로 첨가하여 열전도 특성을 향

상시키는 연구들이 진행되었으며, 보강재 함량 증가에 따라 열

전도율이 향상되는 경향[18]이 보고되었다. 특히 AlN은 높은 열

전도율과 우수한 전기 절연성을 동시에 제공하여 방열기판 및

반도체 절연층 등으로 사용된다[19,20].

그러나 포팅재는 단순한 방열 소재와 달리 외부 충격과 진동

으로부터 전자부품을 보호하는 기능을 동시에 수행해야 한다.

따라서 열전도율 향상뿐 아니라 보강재 첨가에 따른 기계적 특성

변화까지 함께 고려하는 것이 중요하다. 그럼에도 불구하고 기

존 AlN/PDMS 복합재 연구는 열전도 특성 향상에 집중되어 있

으며, AlN 함량 변화에 따른 압축 변형 거동과 열전달 특성을

함께 평가하여 포팅재 설계 관점에서 두 특성 간의 균형을 분석한

연구는 상대적으로 부족하다. 특히 군용 전자장비용 포팅재는

우수한 방열 성능과 함께 정적 압축 변형 저항성을 동시에 확보

해야 하므로, 두 특성의 상관관계를 분석하는 것이 중요하다. 

이에 본 연구에서는 PDMS의 기계적 성능과 AlN의 열전도

특성을 결합한 AlN/PDMS 복합 포팅재를 제안한다. 이를 위해

포팅재 고유의 기계적 특성을 유지할 수 있는 임계 범위를 고려

하여 0, 5, 10 및 20 wt%의 AlN을 포함하는 PDMS 복합재를

제조하였다. 제조된 복합재는 AlN 함량에 따른 압축 응력-변형

률 거동, 50% 변형률에서의 압축 응력을 평가하였으며, 열적 특

성 평가를 위해 열확산도 및 열전도율을 측정하였다. 이를 통해

AlN 함량에 따른 기계적 특성과 방열 특성의 상관관계를 분석

하고, 군용 전자장비 포팅재 설계 시 요구되는 기계적 보호 성

능과 방열 성능의 균형을 확보하기 위한 기초 자료를 제시하고

자 한다.

2. 재료 및 실험방법

2.1 AlN/PDMS 복합재의 제조

AlN/PDMS 복합재는 Fig. 2에 제시된 공정에 따라 제조하였다.

PDMS (Sylgard 184)는 Dow Corning Korea Ltd. (Korea)에서

구입하였으며, 입자 크기가 10 μm인 AlN 파우더(241903-50 g)

는 Sigma-Aldrich (USA)에서 구입하였다. 본 연구에서 고려한

Fig. 1 Schematic diagram comparing unpotted and potted electronic

equipment exposed to harsh operational environments:

failure modes such as cracking, short circuits, and corrosion

due to external stressors (left), and enhanced operational

stability achieved through the application of the protective

potting material (right)

Table 1 Mechanical and thermal properties of Epoxy, Polyurethane,

and PDMS

Epoxy Polyurethane PDMS

Young’s modulus

[MPa]
1–4 × 103 10–100 0.5–3

Elongation

[@break, %]
< 10 300–800 100–500

Thermal stability

[Td
*, oC]

300–380 200–280 350–430

Ref. [5-7] [9,10,21] [11,12,22]

*Thermal decomposition temperature

Fig. 2 Fabrication process of AIN/PDMS composites
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AlN 충진율은 0, 5, 10 및 20 wt%이며, AlN을 첨가하지 않은

PDMS를 대조군으로 사용하였다.

복합재 제조를 위해 먼저 PDMS 주제와 경화제 혼합물(10 : 1)

을 준비한 후, 목표 충진율에 맞추어 AlN 분말을 계량하였다.

계량된 AlN 분말을 PDMS 주제와 경화제의 혼합물에 첨가한

후 충분한 시간 동안 교반하여 PDMS 용액 내에 균일하게 분산

시켰다. 혼합 후에는 용액 내에 잔류한 기포를 제거하기 위해

진공 데시케이터 내에서 1시간 동안 진공 탈포 공정을 수행하

였다. 탈포된 혼합액은 몰드에 주입한 후 60oC에서 2시간동안

경화하여 AlN/PDMS 복합재를 제조하였다. 제작된 복합재는 주

사전자현미경(SEM, GeminiSEM 560, Carl Zeiss AG, Germany)을

사용해 표면을 고배율(1,000×)로 관찰하였다.

2.2 기계적 특성 평가

AlN 충진율에 따른 기계적 성능을 평가하기 위해 압축 시험

을 수행하였다. 기계적 특성 평가 시 인장 시험이 광범위하게

활용되나, 본 연구에서는 군용전자장비의 실제 운용 환경을 고

려하여 압축 시험을 주요 기계적 평가 지표로 선정하였다. 밀폐

된 금속 하우징 내부에 충진되는 포팅재는 외부로 인장력이 작

용하는 환경에 노출되기보다는 하우징 체결 시 발생하는 물리

적 압착 하중, 내부 발열 부품의 열팽창에 의해 유발되는 구속

압축 응력 등을 주로 받게 된다. 따라서 실제 운용 조건인 구속

된 환경을 고려하여 압축 시험만을 진행했다.

압축 시험용 시편은 길이 10 mm, 폭 10 mm, 높이 10 mm의

정육면체 형태로 제작하였으며, 압축 시험은 만능재료시험기

(Instron 8801, Instron Corp., USA)를 사용하여 수행하였다. 압

축 시험을 통해 변형률 증가에 따른 응력 변화를 측정하여 응력

-변형률(Stress-Strain) 곡선을 확인하였다. 통계적 신뢰성 확보를

위해 각 충진율마다 5개 이상의 시편에 대해 동일한 과정을 반

복 수행하여 평균값과 표준편차를 산출하였다.

또한 AlN 함량에 따른 변형 저항성의 변화를 비교하기 위해

50% 압축 변형률에서의 응력을 별도로 산출하였다. 압축 응력-

변형률 거동과 50% 변형률에서의 압축 응력을 비교하여 AlN

충진율이 복합재의 기계적 특성에 미치는 영향을 분석하였다.

2.3 열적 특성 평가

복합재의 열적 안정성은 열중량분석(Thermogravimetric

Analysis, TGA) 및 미분열중량분석(Differential Thermogravimetry,

DTG)을 통해 평가하였다. TGA는 열분석기(SDT 650, TA

Instruments, USA)를 사용하여 수행하였으며, 질소 분위기 하에

서 상온부터 800oC까지 10oC/min의 일정한 승온 속도로 하중변

화를 측정하였다. TGA 및 DTG 결과를 비교하여 AlN 함량이

PDMS 복합재의 열분해 거동에 미치는 영향을 분석하였다.

열전달 특성은 열확산도(Thermal Diffusivity) 및 열전도율

(Thermal Conductivity) 측정을 통해 평가하였다. 시편은 길이

10 mm, 폭 10 mm, 높이 10 mm의 정육면체 형태로 제작하였

으며, Laser Flash Analysis 장비(LFA 457 MicroFlash, NETZSCH,

Germany)를 사용하여 측정하였다. 각 조성에 대해 5회 이상

반복 측정을 수행하여 평균값과 표준편차를 산출하였으며, AlN

충진율에 따른 열전달 특성의 변화를 비교하였다. 본 연구에서 수

집된 모든 데이터는 Origin Pro 2023 소프트웨어(v10.0.0.154,

OriginLab Corporation, USA)를 사용해 그래프로 표현되었다.

3. 결과 및 고찰

3.1 AlN/PDMS 복합재의 외관 및 미세조직

Fig. 3은 AlN 충진율에 따른 PDMS 복합재의 외관 변화를 보

여준다. 보강재가 첨가되지 않은 PDMS는 투명한 외관을 나타

내지만, AlN 보강재가 첨가됨에 따라 세라믹 입자에 의한 빛의

산란 효과로 인해 시편이 불투명하다[23]. 이러한 투명도의 변

화는 연회색의 AlN 입자보강재가 PDMS 내에 고르게 혼입됨에

따라 빛의 굴절률 차이 및 산란현상으로 발생하였으며[24],

보강재의 구체적인 분산 형태와 미세구조적 특징은 SEM 분석을

통해 상세히 확인하였다.

Fig. 3 Optical photographs of AlN/PDMS composites with various

AlN filler contents, demonstrating the transition from

transparency to opacity

Fig. 4 SEM images of neat PDMS and AlN/PDMS composites with

5, 10, and 20 wt% AlN filler contents
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Fig. 4는 AlN 함량에 따른 PDMS 복합재 단면의 SEM 이미

지를 나타낸다. AlN이 첨가되지 않은 대조군에서는 균일하고

매끄러운 단면이 관찰된다. 반면 5 wt% AlN/PDMS 복합재의

경우, AlN 입자가 단면 전반에 무작위로 분산되어 있음을 확인

하였다. 다만 해당 충진율에서는 AlN 입자들이 서로 고립된 형

태로 존재하여 입자 간 간격이 비교적 넓기 때문에 열전도율이

비교적 제한적일 것으로 보인다.

AlN 함량이 10 wt%로 증가함에 따라 단면 내 입자의 밀도가

높아지며, 일부 입자들이 상호 접촉하여 부분적인 네트워크 구

조를 형성하기 시작한다. 이러한 밀도 변화는 AlN/PDMS 복합

재 내에서 열전도 경로가 점차 구축되고 있음을 나타내며[25],

이는 향후 설명할 열확산도 및 열전도율의 증가 경향을 뒷받침

하는 주요 근거이다.

20 wt% AlN/PDMS 복합재에서는 AlN 입자가 복합재 전반

에 걸쳐 분포하며, 입자 간 접촉 및 응집 현상이 뚜렷하게 관찰

된다. 이처럼 높은 밀도로 배열된 구조는 연속적인 열전도 경로

형성에 유리하여 복합재의 열전도율 향상에 크게 기여한다.

3.2 기계적 특성

Fig. 5는 AlN 충진율에 따른 AlN/PDMS 복합재의 압축 응력

-변형률 곡선을 나타낸다. 모든 조건에서 변형률이 증가함에 따

라 압축 응력이 비선형적으로 상승하는 전형적인 탄성체의 압

축 거동이 관찰된다. 대조군의 경우 50% 변형률에서의 압축 응

력이 1.21 MPa로 나타났으나, AlN 함량이 5, 10, 20 wt%로 증

가함에 따라 각각 1.55, 2.32, 2.93 MPa로 유의미하게 상승하였

다. 특히 20 wt% 조건에서는 대조군 대비 약 141%의 높은 응

력 증가율을 보였으며, 이를 직관적으로 비교하기 위해 50% 압

축 변형률에서의 응력 변화 추이를 Fig. 6에 별도로 나타내었다.

AlN의 함량이 증가함에 따라 압축 변형 저항성이 증가하는

것은, 상대적으로 강성과 경도가 높은 세라믹 보강재가 유연한

PDMS 내에서 효과적인 하중 지지 역할을 수행하여 복합재의

변형 저항성을 향상시키기 때문이다[26]. 특히 AlN 함량이

10 wt% 이상인 영역에서 응력의 증가 폭이 더욱 두드러지는데,

이는 앞서 SEM 분석에서 확인한 바와 같이 입자 간의 네트워

크 형성에 기인한 것으로 볼 수 있다.

그러나 포팅재는 단순히 외부 하중을 버티는 높은 강성을 요

구하는 소재가 아니라, 운용 중 발생하는 외부 하중에 대한 구

조적 변형 저항성 역시 확보해야 한다. 보강재 함량 증가에 따

른 지나친 강성 증가와 탄성 계수의 상승은 소재를 경화시켜 충

격 에너지 흡수율을 떨어뜨리고, 진동 감쇄 성능을 저하시키는

원인이 될 수 있다[27]. 본 실험 결과에서는 AlN 충진율이

20 wt%까지 증가함에 따라 압축 응력이 점진적으로 상승하는

안정적인 경향을 보였으나, 실제 장비 적용을 위해서는 방열 성

능의 극대화와 안정적인 기계적 성능 사이의 상충 관계를 적절

히 고려하여 설계를 최적화하는 것이 필수적이다.

3.3 열적 안정성

Fig. 7은 AlN/PDMS 복합재의 TGA 및 DTG 결과를 나타낸

다. TGA 곡선 분석 결과, 모든 시편은 약 350600 oC 구간에서

주된 질량 감소를 보였으며, AlN 충진율이 증가할수록 초기 분

해 온도와 급격한 열분해 거동이 고온 영역으로 점진적으로 이

동하는 내열성 향상 효과가 관찰된다. 본 연구에서는 질량 감소

가 5% 발생한 시점을 초기 열분해 온도(T5%)로 정의하였으며,

대조군의 경우 T5%인 약 360oC 이후 급격한 질량 감소가 시작

된다. 반면 20 wt% AlN/PDMS 복합재는 T5%인 약 410oC 부근

까지 안정적인 질량을 유지하다 본격적인 열분해가 진행되어

가장 우수한 열분해 지연 효과를 나타내었다.

고온 영역에서의 잔류 질량 역시 AlN 함량 증가에 따라 정량

적으로 증가하는 경향을 보였다. 800°C에서의 최종 잔류량은

AlN 함량(0, 5, 10, 20 wt%)에 따라 각각 1.5, 7.5, 13.5, 24.5%로

Fig. 5 Compressive stress-strain curves of AlN/PDMS composites

with various AlN contents

Fig. 6 Compressive stress-strain curves of AlN/PDMS composites

with various AlN contents
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증가하였다. 이러한 고온 잔류량의 증가는 세라믹 소재인 AlN

보강재가 고온 환경에서도 열적으로 안정하게 잔존함에 따라

질량 백분율이 반영된 결과이다. 다만, 보강재 함량을 차감한 순

수 PDMS 기준 잔류량(각 1.5, 2.63, 3.89, 5.63%)을 고려하더라

도, AlN 보강재가 PDMS의 휘발을 충분히 억제하였음을 나타내

며 열적 장벽 역할을 수행함으로써[28] T5%를 고온 영역으로 지

연시키는 실질적인 열적 안정화 효과를 유발함을 확인하였다.

DTG 곡선에서도 AlN 충진에 따른 열적 안정성 향상이 명확

히 확인된다. 질량 감소 속도가 최대가 되는 지점인 최대 분해

속도 온도(Tmax)는 대조군의 경우 약 475oC에서 나타났으나,

AlN의 함량이 증가함에 따라 고온 영역으로 점진적으로 이동하

여 20 wt% 조성에서는 약 535oC까지 상승(약 60oC 증가)하였

다. 이와 동시에 AlN 함량이 증가할수록 DTG 피크의 절대적인

높이(분해 속도)가 확연히 감소하는 거동이 관찰되었다. 이는

PDMS 내에 균일하게 분산된 AlN 입자들이 열 전달을 지연하

는 물리적인 열적 장벽으로 작용하여 열분해 진행 속도를 효과

적으로 억제했기 때문이다[29]. 결과적으로 AlN 보강재의 혼합

이 PDMS 포팅재의 고온 열분해 저항성과 잔류 안정성을 크게

향상시킴을 입증하며, 이는 국부적으로 고온에 노출될 가능성이

있는 군용 전자장비의 보호용 소재로서의 높은 적용 가능성을

뒷받침한다.

3.4 열확산율 및 열전도도

Fig. 8은 AlN 충진율에 따른 PDMS 복합재의 열확산도 변화

를 보여준다. 대조군의 열확산도는 0.105 mm2/s로 측정되었으

며, AlN 함량이 5, 10, 20 wt%로 증가함에 따라 각각 0.118,

0.135, 0.165 mm2/s로 점진적으로 증가하였다. 이러한 추세는

AlN/PDMS 복합재에 포함된 AlN 입자가 PDMS 내부에서 열에

너지의 확산 및 전달을 유의미하게 촉진하고 있음을 의미한다.

Fig. 9는 AlN 충진율에 따른 열전도율 변화를 나타낸다. 대조

군의 열전도율은 0.150 W/(m∙K)이었으며, AlN 함량이 5, 10,

20 wt%로 증가함에 따라 각각 0.165, 0.185, 0.220 W/(m∙K)로

향상되었다. 특히 20 wt% AlN/PDMS 복합재는 대조군 대비 약

46.7% 향상된 열전도율을 나타내었으며, 이는 AlN 보강재의 혼

합이 PDMS 기반 포팅재의 방열 성능을 개선하는 데 효과가 있

음을 나타낸다.

이처럼 열확산도와 열전도율이 AlN 함량 증가에 따라 동시에

향상되는 현상은, 앞서 SEM 미세구조에서 언급한 바와 같이 열

전도도가 높은 AlN 입자가 PDMS 내에서 효율적인 열 전달 경로

를 형성하기 때문으로 해석된다. 특히 열확산도와 열전도율 모두

AlN 함량이 20 wt%에 도달할 때까지 일정한 기울기로 우상향하

는 경향을 보인다. 그러나 이런 추세에도 불구하고, 세라믹 보강

재 고유의 높은 열전도율(약 320 W/(m∙K))을 고려할 때, 복합재

전체의 열전도율 상승 폭이 보강재 자체의 물성치보다는 다소 낮

게 나타난다[30,31]. 이러한 현상은 PDMS 내 보강재의 무작위 분

산, PDMS와 보강재 계면에서 발생하는 계면 열저항[32], 그리고

Fig. 7 TGA and DTG curves of AlN/PDMS composites with

various AlN contents

Fig. 8 Thermal diffusivity of AlN/PDMS composites with various

AlN contents

Fig. 9 Thermal conductivity of AlN/PDMS composites with various

AlN contents
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충진율 상승에 따른 효율성 변화 등에 의해 복합적으로 제한되는

것으로 보인다. 따라서 향후 AlN 입자의 표면 개질 및 PDMS 내

분포 최적화 등을 통해 계면 열저항을 최소화한다면, 방열 성능의

향상 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다[33,34].

4. 결론

본 연구에서는 군용 전자장비 보호용 포팅재로 활용하기 위

해 열전도성이 띄어난 AlN 보강재가 충진된 PDMS 복합재를

제조하고, 보강재의 충진율에 따른 기계적 및 열적 특성 변화를

다각도로 평가하였다. 압축 시험 결과, AlN 함량이 증가함에 따

라 50% 변형률에서의 압축 응력이 1.21에서 2.93 MPa로 유의

미하게 상승하여 복합재의 강성이 향상됨을 확인하였다. 이는

PDMS 내에 분산된 AlN 입자가 효과적인 하중 지지 역할을 수

행한 결과로 해석된다.

열적 특성 평가에서는 TGA 및 DTG를 통해 AlN/PDMS 복

합재의 초기 열분해 온도와 최대 분해 속도 온도가 고온 영역으

로 크게 지연됨을 확인하였다. 이는 매트릭스 내에 충진된 AlN

보강재가 열적 장벽 효과를 유발함으로써 복합재의 전반적인

안정성을 향상시킨 결과로 해석된다.

또한, AlN 충진율이 증가함에 따라 복합재의 열확산도와 열

전도율이 모두 점진적으로 향상되는 경향을 보였다. 특히

20 wt% AlN/PDMS 복합재의 열전도율은 0.220 W/(m∙K)를 나

타내 대조군 대비 약 46.7% 향상된 방열 성능을 나타내었다. 이

러한 결과는 AlN/PDMS 복합재가 기존 PDMS 기반 포팅재 고

유의 낮은 열전도율 한계를 극복할 수 있음을 보여준다.

본 연구는 열전도도 향상에 국한되었던 기존 연구에서 벗어나,

AlN/PDMS 복합재의 방열 특성과 기계적 특성을 동시에 체계적

으로 분석하여 차별화된 결과를 도출하였다. 이를 통해 가혹한 환

경에서 운용되는 군용 전자장비용 포팅재 설계를 위한 기초 물성

데이터를 정량적으로 제시하였다. 특히 AlN 함량 증가에 따라 방

열 성능은 향상되는 동시에 기계적 강성 또한 증가하는 경향을

확인하였으며, 포팅재 설계 시 방열 성능과 기계적 성능 간의 균

형을 고려한 보강재 함량 선정이 중요함을 확인하였다.

다만 본 연구가 단위 시편 수준의 기초 재료 특성 평가에 집

중된 만큼, 실제 방산 제품 적용을 위해서는 확장된 신뢰성 검

증이 요구된다. 따라서 향후 연구에서는 MIL-STD 규격에 기반

한 충격, 진동 및 열충격 시험을 수행하고, 실제 전자장비를 이

용한 장기 신뢰성 평가를 수행하여 AlN/PDMS 복합 포팅재의

군용 전자장비 적용 가능성을 종합적으로 입증할 계획이다.
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